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(57) Verfahren zur Herstellung einer Kontaktanord-
nung aufweisend einen isolierenden Tragkdrper (60) zur
Aufnahme eines metallischen Stiftes (50) und eine Lei-
terplatte (80) mit wenigstens einer Kontaktflache (82) und
ein Metallplattchen (10) zur Herstellung einer Verbin-
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dung mit der Leiterplatte (80), wobei der Stift (50) in den
Tragkorper (60) eingefiihrt wird, und der Stift (50) mit
dem Metallplattchen (10) verbunden wird, und die Lei-
terplatte (80) mit dem Metallplattchen (10) verbunden
wird, so dass der Stift (50) mit der ersten Kontaktflache
(82) eine elektrische Verbindung aufweist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstel-
lung einer Kontaktanordnung gemaR dem Oberbegriff
des Patentanspruchs 1 und eine Kontaktanordnung ge-
maf dem Oberbegriff des Patentanspruchs 9.

[0002] Kontaktanordnungen und Verfahren zur Her-
stellung einer Kontaktanordnung werden unter anderem
fiir eine Verbindung von Peripheriegeraten, die beispiels-
weise auch Sensoren beinhalten, mit einer Auswerte-
elektronik verwendet. Derartige Kontaktanordnungen,
die vorzugsweise gehaust, beispielsweise in einer Rund-
steckerverbindung ausgefihrt sind, leiten die an den
Kontakten anliegenden Signalspannungen an die Aus-
werteelektronik, die sich ebenfalls in der Rundstecker-
verbindung integrieren lasst, weiter und vice versa. Bei
einem Einsatz in sensitiven Bereichen, wie dem Lebens-
mittelbereich werden an derartige Kontaktanordnungen,
erhohte Anforderungen an die Zuverlassigkeit und Dicht-
heit der Kontaktverbindungen gestellt.

[0003] Eine Kontaktanordnung bzw. ein Verfahren zur
Herstellung einer solchen ist aus der US 5628639 be-
kannt. Die offenbarte Kontaktanordnung besteht aus Stif-
ten, die in einem isolierenden Tragkdrper gehalten wer-
den. Hierbeiwerden die Stifte aus einen streifenférmigen
flachen metallischen Trager durch Biegeprozesse und
Umformprozessen wie quetschen hergestellt. Das kopf-
seitige Ende des Stiftes wird nicht umgeformt und ver-
bleibt flach ausgefihrt zum unmittelbaren Verbinden mit
einer Leiterplatte. Die Herstellung einer derartigen Kon-
taktanordnung ist durch die bendtigten Biegewerkzeuge
und Umformprozesse zur Ausbildung eines runden Stif-
tes aus dem verwendeten Flachmaterial aufwandig und
kostenintensiv. Des Weiteren ist durch die zentrale rei-
henférmige Anordnung des kopfseitigen Endes des fla-
chen Kontaktstreifens die Anzahl der méglichen Kontak-
te in einem Standardrundsteckergehduse stark be-
grenzt. Ferner ist die exzentrische Anordnung der Lei-
terplatte durch den begrenzten Platz bei den Rundstek-
kergehausen nachteilig.

[0004] Vordiesem Hintergrund besteht die erstgenan-
te Aufgabe der Erfindung darin, ein Verfahren zur Her-
stellung einer Kontaktanordnung anzugeben und als
zweitgenannte Aufgabe eine Kontaktanordnung anzuge-
ben, die jeweils die Nachteile des Standes der Technik
verringern.

[0005] Die erstgenannte Aufgabe wird durch ein Ver-
fahren zur Herstellung einer Kontaktanordnung mit den
Merkmalen des Patentanspruchs 1, die zweitgenante
Aufgabe durch eine Kontaktanordnung mit den Merkma-
len des Patentanspruchs 9 gel6st. Vorteilhafte Ausge-
staltungen der Erfindung sind Gegenstand von Unteran-
spriichen.

[0006] Gemal dem ersten Gegenstand der Erfindung
wird ein Verfahren zur Herstellung einer Kontaktanord-
nung bereitgestellt, aufweisend einen isolierenden Trag-
korper zur Aufnahme eines metallischen Stiftes und eine
Leiterplatte mit wenigstens einer Kontaktflache und ei-
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nem Metallplattchen zur Herstellung einer Verbindung
mit der Leiterplatte, wobei der Stift in den Tragkdrper
eingeflhrt wird und hierbei der Stift einerseits mit dem
Metallplattchen verbunden wird und anderseits die Lei-
terplatte mit dem Metallplattchen verbunden wird, so
dass der Stift mit der ersten Kontaktflache eine elektri-
sche Verbindung aufweist.

[0007] Gemal dem zweiten Gegenstand der Erfin-
dung wird eine Kontaktanordnung bereitgestellt, aufwei-
send einen isolierenden Tragkdrper zur Aufnahme eines
Teils eines metallischen Stiftes sowie ein Metallplattchen
und eine Leiterplatte mit einer Anschlussflache, wobei
der Stiftin Richtung seiner Langsachse im Wesentlichen
einen geraden Verlauf aufweist und mit dem Kopfende
durch eine Offnung des Metallplattchens durchgreift und
das Metallplattchen den Stift mit der Kontaktflache elek-
trisch verbindet.

[0008] Ein Vorteil ist, dass durch die erfindungsgema-
3e Losung aufwandige Biege- und oder aufwandige Um-
formprozesse vermieden werden. Die Ausformung der
Stifte lasst sich auf einfache und kostenglinstige Weise
beispielsweise aus einem geraden Grundmaterial aus-
fiihren. Untersuchungen der Anmelderin haben gezeigt,
dass mittels des Einsatzes von Metallplattichen eine ko-
stenglinstige Herstellung einer Kontaktanordnung
durchflhrbar ist, wobei sich die Leiterplatte mit den Kon-
taktflachen auch bei einer Ausfiihrung mit mehreren Stif-
ten ohne Weiteres in der Mitte der kreisférmigen Quer-
schnittsflaiche eines Rundsteckergehduses anordnen
Iasst.

[0009] In einer Weiterbildung weist der Stift zur Be-
stimmung der Einschubtiefe in den Tragkdrper am Kopf-
ende eine ringférmige VergrofRerung des Durchmessers
auf. GemaR einer weiteren vorteilhaften Ausfiihrungs-
form ist der Tragkdrper aus Kunststoff ausgebildet. Vor-
teilhaft ist es, wenn zwischen Stift und Tragkdrper eine
abdichtende Verbindung ausgebildet wird. Hierdurch las-
sen sich auch erhdéhte Anforderungen in der Lebensmit-
telindustrie erflllen. Vorteilhaft wird die Dichtung mittels
eines Dichtmittels wie beispielsweise mit einem Kleber
und oder einem Dichtring ausgefihrt.

[0010] GemalR einer anderen Weiterbildung wird nach
dem Einfilhren des Stiftes in den Tragkdrper der Kopf
des Stiftes mit dem Metallplattchen verbunden. Hierbei
wird das Kopfende des Stiftes in das Metallplattchen, das
eine Offnung, welche vorzugsweise exzentrisch ausge-
bildetist, aufweist, in die Offnung eingefiihrt und hiernach
vorzugsweise verlétet. Nach dem Verbinden des Stiftes
mit dem Metallplattchen, wird eine Vereinzelung von ver-
bundenen Trégereinheiten, in denen die Metallplattchen
mittels Verbindungen befestigt sind, durchgefuhrt.
[0011] Untersuchungen der Anmelderin haben ge-
zeigt, dass sich die Metallplattchen besonders kosten-
gunstig in Tragereinheiten, bestehend aus einem metal-
lischen Flachmaterial und ausgefiihrt beispielsweise als
sogenannte Endlosstreifen, mittels eines Stanzprozes-
ses herstellen lassen. Hierbei ist die einzelne Tragerein-
heit mit einer Vielzahl weiterer Tragereinheiten verbun-
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den, wobei zwischen den einzelnen Tragereinheiten flr
ein spateres leichtes Vereinzeln vorzugsweise eine Soll-
bruchstelle ausgebildet ist.

[0012] GemaR einer alternativen Ausflihrung wird eine
Vereinzelung der Tragereinheiten beispielsweise in
Gruppen von wenigen Tragereinheiten, vorzugsweise
mit jeweils vier Tragereinheiten vor dem Verbinden des
Metallplattchens mit dem Stift durchgefihrt. Als zuver-
lassige Verbindungsmethode des Metallplattchens mit
dem Stift Iasst sich vorzugsweise ein Lotverfahren an-
wenden.

[0013] GemaR einer Weiterbildung besteht die Trage-
reinheit aus einem ersten Teil und mittels einer streifen-
férmigen bestehenden Haltestruktur mit dem ersten Teil
verbundenem zweitem Teil. In der Haltestruktur ist das
Metallplattchen mittels eines Verbindungsstreifens an
der Tragereinheit befestigt, wobei zwischen dem Metall-
plattchen und dem Verbindungsstreifen ebenfalls eine
Sollbruchstelle ausgebildet ist.

[0014] GemalR einer bevorzugten Weiterbildung weist
das Metallplattchen im Wesentlichen eine flache rundli-
che Form mit einer abgewinkelten fahnenférmigen Aus-
formung auf. Die Ausformung ist hierbei derart ausgebil-
det, dass die Ausformung in Richtung der zu verbinden-
den Kontaktflache der Leiterplatte zeigt. Die gesamte
Form des Metallplattichens lasst sich durch einen einfa-
chen Stanzbiegeprozess unter Verwendung eines Fol-
geverbundwerkzeuges bestimmen, wobei nach dem
Stanzprozess vorzugsweise in einem unvereinzelten Zu-
stand durch ein Biegewerkzeug die Abwinkelung der
Ausformung erzeugt wird.

[0015] Untersuchungen der Anmelderin haben ge-
zeigt das es vorteilhaft ist, dass nach dem Verbinden des
Metallplatichens mit dem Kontaktstift das Metallplatt-
chen durch Vereinzeln aus den Tragereinheiten heraus-
gel6st wird. Hierbei wird das Vereinzeln sowohl der Tra-
gereinheiten als auch der Metallplattchen vorzugsweise
durch einen Bruch der Verbindungen an Sollbruchstellen
durchgefihrt.

[0016] In einen weiteren Herstellungsschritt, der bei-
spielsweise nach dem Vereinzeln der Trageeinheiten
oder nach dem Vereinzeln der Metallplatichen ausge-
flhrt wird, wird die Ausformung des Metallplattchens mit
der Kontaktflache verlotet.

[0017] Die erfindungsgemafRe Kontaktanordnung
lasst sich vorteilhaft auf eine Anordnung mit mehreren
Kontaktstiften Ubertragen. Es ist hierbei bevorzugt, dass
der isolierende Tragkdrper beispielsweise vier Stifte auf-
nimmt, die jeweils mittels eines Metallplattchens miteiner
zugeordneten Kontaktflache der Leiterplatte verbunden
vorzugsweise verlétet werden. Mittel der exzentrischen
Anordnung der Offnungen in den Metallplattchen und
den Ausformungen l&asst sich die Lage der noch zu ver-
bindenden Leiterplatte vorteilhaft bestimmen.

[0018] GemaR eine anderen Weiterbildung wird vor
oder nach dem Herauslésen des Metallplattchens die
Leiterplatte in einen durch die Ausformungen der Metall-
plattchen gebildeten Zwischenraum eingeschoben.
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[0019] Die Erfindung wird nachfolgend unter Bezug-
nahme auf die Zeichnungen naher erlautert. Hierbei wer-
den gleichartige Teile mit identischen Bezeichnungen
beschriftet. Darin zeigen die:

Figur 1 eine Vielzahl von Metallplattchen, welche in
verbundenen Tra- gereinheiten angeordnet
sind,

Figur 2  eine Ansicht der fir die Kontaktanordnung
verwendeten Ein- zelteile,

Figur 3  vier Metallplattchen in der Tragereinheit mit
eingeschobenem Stiften,

Figur 4  eine Weiterbildung der Ausflihrungsform der
Figur 3 mit ein- geschobener Leiterplatte,

Figur 5 eine schematische Ansicht einer erfindungs-
gemafen Kontakt- anordnung.

[0020] Die Abbildung der Figur 1 zeigt eine Vielzahl

von Metallplattchen 10, welche mittels Verbindungsstrei-
fen 15 in miteinander verbundenen Tragereinheiten 20
angeordnet sind. Die Tragereinheiten 20 sind als End-
losstreifen 30 ausgebildet. Der Endlosstreifen 30 ist be-
vorzugt auf einer Vorratsrolle aufgewickelt. Zwischen
den Metallplattchen 10 und den Verbindungsstreifen 15
ist eine Sollbruchstelle 32 angeordnet. Ferner weisen die
Metallplattchen 10 eine abgewinkelte fahnenférmige
Ausformung 34. die im vorliegenden Fall aus der Zeiche-
nebene hervorsteht, und eine Offnung 36 auf. Die Off-
nung 36 ist in dem im Wesentlichen rund ausgefihrten
Metallplatichen 10 exzentrisch beziglich der Mitte des
Metallplatichens 10 angeordnet. Durch die exzentrische
Anordnung und oder der Ausformung 34 lasst sich die
Lage einer Leiterplatte (nicht abgebildet) bestimmen.
Zwischen den Tragereinheiten 20 ist eine Sollbruchstelle
38 ausgebildet. Weiterhin ist in den einzelnen Tragerein-
heiten 20 eine weitere Sollbruchstelle 40 ausgebildet.
Mittels den Sollbruchstellen lassen sich die Metallplatt-
chen 10 leicht aus den Tragereinheiten 20 herausldsen.
[0021] In der Figur 2 sind die einzelnen Teile fur die
herzustellende Kontaktanordnung abgebildet. Im Fol-
genden werden nur die Unterschiede zu der Abbildung
der Figur 1 erlautert. Die Tragereinheit 20 ist nun verein-
zelt dargestellt. Des Weiteren umfasst die zu bildende
Kontaktanordnung einen Tragkérper 60 mit eingescho-
benen metallischen Stiften 50 und eine Leiterplatte 80.
Die Einschubtiefe der Stifte 50 in den Tragkdrper 60 wird
durch die Ausformung 62 an dem kopfseitigen Ende 64
der Stifte 50 bestimmt. Auf der Leiterplatte 80 sind Kon-
taktflachen 82 auf Vorder- und Rickseite und eine
Leuchtdiode 84 angeordnet. Ferner weist der Tragkorper
60 eine Kodierung 66 auf. Die Kodierung 66 lasst sich
auch als Lichtleiter ausfuihren.

[0022] Die Abbildung der Figur 3 zeigt einen weiteren
Herstellungsschritt. Auf den isolierenden Tragkorper 60,
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der vorzugsweise aus Kunststoff ausgebildet ist, ist die
Tragereinheit 20 aufgesetzt. Das kopfseitige Ende 64 der
Stifte 50 greift durch die Offnungen 36 der Metallplatt-
chen 10. Die Ausformungen 34 der Metallplattchen 10
bilden hierbei einen Zwischenraum zur Aufnahme der
Leiterplatte 80 - nicht abgebildet- aus. Die Sicherung der
elektrischen Verbindung zwischen den Kopfenden 64
der Stifte 50 und den Metallplattchen 10 wird vorzugs-
weise mittels eines Lotbades durchgefiihrt.

[0023] In einem nachsten Herstellungsschritt zeigt die
Figur 4 die erfindungsgemafe Kontaktanordnung mit der
in den Zwischenraum eingeschobenen Leiterplatte 80.
Die Ausformungen 34 liegen nun teilweise auf den Kon-
taktflachen 82 an. Vorzugsweise werden die Verbindun-
genin einem weiteren Fertigungsschritt durch einen Lot-
vorgang gesichert.

[0024] Die Figur 5 zeigt eine bevorzugte Ausfiihrungs-
form einer Kontaktanordnung. Die Metallplattchen 10
sind durch zweimaliges Brechen aus der Tragereinheit
20 vollstandig herausgeldst. Die Kontaktanordnung lasst
sich bevorzugt in ein rundes Steckergehause einsetzen.
[0025] Auferder abgebildeten Ausfiihrungsform mit 4
Kontaktstiften lassen sich auch andere Ausflihrungsfor-
men mit weniger oder mehr Stiften einfach herstellen.
Insbesondere lassen sich auch andere geometrische
Formen des Tragkdérpers einsetzen. Untersuchungen
der Anmelderin haben gezeigt, dass mittels des Einsat-
zes von Metallplattchen, angeordnet in zu Endlosstreifen
mit Sollbruchstellen verbundenen Tragereinheiten, auf
kostengtinstige und einfache Weise eine Vielzahl von
Kontaktanordnungen herstellen lassen. Beispielsweise
lassen sich die Ausformungen der Metallplattchen leicht
abandern und dadurch der Zwischenraum vergrof3ern
oder verkleinern und hierdurch Leiterplatten mit unter-
schiedlichen Dicken verwenden. Ferner lassen sich die
Stifte auf einfache Weise aus Vollmaterial herstellen und
sowohl in der Lange als auch in dem Durchmesser leicht
variieren. Insbesondere ist es vorteilhaft, dass die Stifte
einen geraden Verlauf aufweisen und insbesondere
nach dem Einschieben in den Tragkorper keinerlei Bie-
gebeanspruchungen ausgesetzt werden, welche die
Kunststofftragkdrper stark belasten. Des Weiteren las-
sen sich die Stifte sowohl in mannlicher als auch weibli-
cher Ausfiihrung herstellen und entsprechende Kon-
taktanordnungen herstellen.

Patentanspriiche

1. Verfahren zur Herstellung einer Kontaktanordnung
aufweisend,
einenisolierenden Tragkorper (60) zur Aufnahme ei-
nes metallischen Stiftes (50),
eine Leiterplatte (80) mit wenigstens einer Kontakt-
flache (82),
dadurch gekennzeichnet, dass
ein Metallplattchen (10) zur Herstellung einer Ver-
bindung mit der Leiterplatte (80) vorgesehen ist und
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der Stift (50) in den Tragkérper (60) eingefiihrt wird,
und

der Stift (50) mit einem Metallplattchen (10) verbun-
den wird, und

die Leiterplatte (80) mitdem Metallplattchen (10) ver-
bunden wird, so dass der Stift (50) mit der ersten
Kontaktflache (82) eine elektrische Verbindung auf-
weist.

Verfahren zur Herstellung einer Kontaktanordnung
nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass
nach der Verbindung des Stiftes (50) mit dem Me-
tallplattchen (10) eine Vereinzelung von verbunde-
nen Tragereinheiten (20), in denen die Metallplatt-
chen (10) mittels Verbindungen befestigt sind,
durchgefihrt wird.

Verfahren zur Herstellung einer Kontaktanordnung
nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass
nach dem Verbinden des Metallplatichens (10) mit
dem Stift (50) das Metallplattchen (10) durch Ver-
einzeln aus den Tragereinheiten (20) herausgeldst
wird.

Verfahren zur Herstellung einer Kontaktanordnung
nach Anspruch 2 oder Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Vereinzeln durch einen
Bruch von Verbindungen an Sollbruchstellen (32,
38, 40) durchgefihrt wird.

Verfahren zur Herstellung einer Kontaktanordnung
nach einen der Anspriche 1 bis 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Metallplattchen (10) eine Off-
nung (36) aufweist und das Kopfende des Stiftes (50)
in die Offnung (36) des Metallplattchens (10) einge-
fuhrt und verldtet wird.

Verfahren zur Herstellung einer Kontaktanordnung
nach einender Anspriche 1 bis 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Metallplattchen (10) eine abge-
winkelte fahnenférmige Ausformung (34) aufweist
und die Ausformung (34) mit der Kontaktflache (82)
verlotet wird.

Verfahren zur Herstellung einer Kontaktanordnung
nach einender Anspriche 1 bis 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das der isolierende Tragkdrper (60)
vier Stifte (50) aufnimmt, die jeweils mittels des Me-
tallplattchens (10) mit einer zugeordneten Kontakt-
flache (82) der Leiterplatte (80) verlétet werden.

Verfahren zur Herstellung einer Kontaktanordnung
nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass
nach dem Herausldsen des Metallplattchens (10) die
Leiterplatte (80) in einen durch die Ausformungen
(34) gebildeten Zwischenraum eingeschoben wird.

Kontaktanordnung, aufweisend
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einen isolierenden Tragkdrper (60) zur Aufnahme ei-
nes Teils eines metallischen Stiftes (50),

eine Leiterplatte (80) mit einer Anschlussflache (82),
dadurch gekennzeichnet, dass

ein Metallplattchen (10) vorgesehen ist und

der Stift (50) in Richtung seiner Ladngsachse im We-
sentlichen einen geraden Verlauf ausbildet und mit
dem Kopfende durch eine Offnung des Metallpltt-
chens (10) durchgreift, sodass das Metallplattchen
(10) den Stift (50) mit der Kontaktflache (82) elek-
trisch verbindet.

Kontaktanordnung nach Anspruch 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Metallplattchen (10) im
Wesentlichen eine rundliche Form und eine abge-
winkelte fahnenformige Ausformung (34) aufweist,
welche in Richtung der Kontaktflache (82) ausgebil-
det ist.

Kontaktanordnung nach Anspruch 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass zur Bestimmung der Einschub-
tiefe in den Tragkorper (60) der Stift (50) am Kopf-
ende (64) eine ringférmige VergréfRerung des Durch-
messers aufweist.

Kontaktanordnung nach Anspruch 9 oder Anspruch
10, dadurch gekennzeichnet, dass das Metall-
plattchen (10) vor dem Vereinzeln mittels eines Ver-
bindungsstreifens (15) an einer Tragereinheit (20)
befestigt ist und zwischen dem Metallplattchen (10)
und dem Verbindungsstreifen (15) eine Sollbruch-
stelle (32) ausgebildet ist.

Kontaktanordnung nach Anspruch 12, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Tragereinheit (20) mit einer
Vielzahl weiteren Tragereinheit (20) verbunden ist
und zwischen den einzelnen Tragereinheiten (20)
eine Sollbruchstelle (38) ausgebildet ist.

Kontaktanordnung nach Anspruch 12 oder An-
spruch 13, dadurch gekennzeichnet, dass die Tra-
gereinheit (20) einen ersten Teil und mittels einer
streifenférmigen bestehenden Haltestruktur mitdem
ersten Teil verbundenen zweiten Teil aufweist.

Kontaktanordnung nach Anspruch 9 oder Anspruch
11, dadurch gekennzeichnet, dass das der Trag-
korper (60) aus Kunststoff ausgebildet ist und zwi-
schen Stift (50) und Tragkdrper (60) eine abdichten-
de Verbindung besteht.

Geénderte Patentanspriiche geméss Regel 137(2)
EPU.

1. Verfahren zur Herstellung einer Kontaktanord-
nung aufweisend,
einenisolierenden Tragkorper (60) zur Aufnahme ei-
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nes metallischen Stiftes (50),

eine Leiterplatte (80) mit wenigstens einer Kontakt-
flache (82),

ein Metallplattchen (10) zur Herstellung einer Ver-
bindung mit der Leiterplatte (80) vorgeseheniist, und
das Metallplattichen (10) an einer Tragereinheit (20)
befestigt ist, und

die Tragereinheit (20) mit weiteren Tragereinheiten
verbunden ist, und der Stift (50) in den Tragkdrper
(60) eingefiihrt wird,

dadurch gekennzeichnet, dass

der Stift (50) mit einem Metallplattchen (10) verbun-
den wird, und

nach der Verbindung des Stiftes (50) mit dem Me-
tallplattchen (10) eine Vereinzelung von den verbun-
denen Tragereinheiten (20) durchgefiihrt wird, und
die Leiterplatte (80) mitdem Metallplattchen (10) ver-
bunden wird, so dass der Stift (50) mit der ersten
Kontaktflache (82) eine elektrische Verbindung auf-
weist.

2. Verfahren zur Herstellung einer Kontaktanord-
nung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet,
dass nach dem Verbinden des Metallplattichens (10)
mit dem Stift (50) das Metallplattchen (10) durch Ver-
einzeln aus den Tragereinheiten (20) herausgeldst
wird.

3. Verfahren zur Herstellung einer Kontaktanord-
nung nach Anspruch 2 oder Anspruch 3, dadurch
gekennzeichnet, dass das Vereinzeln durch einen
Bruch von Verbindungen an Sollbruchstellen (32,
38, 40) durchgefiihrt wird.

4. Verfahren zur Herstellung einer Kontaktanord-
nung nach einen der Anspriiche 1 bis 4, dadurch
gekennzeichnet, dass das Metallplattchen (10) ei-
ne Offnung (36) aufweist und das Kopfende des Stif-
tes (50) in die Offnung (36) des Metallplattchens (10)
eingefihrt und verlétet wird.

5. Verfahren zur Herstellung einer Kontaktanord-
nung nach einen der Anspriiche 1 bis 5, dadurch
gekennzeichnet, dass das Metallplattchen (10) ei-
ne abgewinkelte fahnenférmige Ausformung (34)
aufweist und die Ausformung (34) mit der Kontakt-
flache (82) verlotet wird.

6. Verfahren zur Herstellung einer Kontaktanord-
nung nach einen der Anspriiche 1 bis 6, dadurch
gekennzeichnet, dass das derisolierende Tragkor-
per (60) vier Stifte (50) aufnimmt, die jeweils mittels
des Metallplattchens (10) mit einer zugeordneten
Kontaktflache (82) der Leiterplatte (80) verldtet wer-
den.

7. Verfahren zur Herstellung einer Kontaktanord-
nung nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet,
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dass nach dem Herauslésen des Metallplattchens
(10) die Leiterplatte (80) in einen durch die Ausfor-
mungen (34) gebildeten Zwischenraum eingescho-
ben wird.

8. Verfahren zur Herstellung einer Kontaktanord-
nung nach einen der Anspriiche 1 bis 8, dadurch
gekennzeichnet, dass die Leiterplatte (80) mittels
der Ausformungen (34) auf der Vorder- und Riick-
seite kontaktiert wird.

9. Kontaktanordnung, aufweisend
einenisolierenden Tragkdrper (60) zur Aufnahme ei-
nes Teils eines metallischen Stiftes (50),

eine Leiterplatte (80) mit einer Anschlussflache (82),
und

ein Metallplattchen (10) vorgesehen ist

der Stift (50) in Richtung seiner Ladngsachse im We-
sentlichen einen geraden Verlauf ausbildet und mit
dem Kopfende durch eine Offnung des Metallpltt-
chens (10) durchgreift, sodass das Metallplattchen
(10) den Stift (50) mit der Kontaktflache (82) elek-
trisch verbindet,

dadurch gekennzeichnet, dass

mehrere Metallplattchen (10) mit einer abgewinkel-
ten fahnenférmigen Ausformung (34) vorgesehen
sind, wobei die Ausformungen (34) einen Zwischen-
raum zur Aufnahme der Leiterplatte (80) ausbilden.

10. Kontaktanordnung nach Anspruch 9, dadurch
gekennzeichnet, dass das Metallplattchen (10) im
Wesentlichen eine rundliche Form, und die abgewin-
kelte fahnenformige Ausformung (34) in Richtung
der Kontaktflache (82) ausgebildet ist.

11. Kontaktanordnung nach Anspruch 9, dadurch
gekennzeichnet, dass zur Bestimmung der Ein-
schubtiefe in den Tragkdrper (60) der Stift (50) am
Kopfende (64) eine ringférmige Vergrofierung des
Durchmessers aufweist.

12. Kontaktanordnung nach Anspruch 9 oder An-
spruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass das
Metallplattchen (10) vor dem Vereinzeln mittels ei-
nes Verbindungsstreifens (15) an der Tragereinheit
(20) befestigt ist und zwischen dem Metallplattchen
(10) und dem Verbindungsstreifen (15) eine Soll-
bruchstelle (32) ausgebildet ist.

13. Kontaktanordnung nach Anspruch 12, dadurch
gekennzeichnet, dass zwischen den einzelnen
Tragereinheiten (20) eine Sollbruchstelle (38) aus-
gebildet ist.

14. Kontaktanordnung nach Anspruch 12 oder An-
spruch 13, dadurch gekennzeichnet, dass die Tra-
gereinheit (20) einen ersten Teil und mittels einer
streifenférmigen bestehenden Haltestruktur mitdem
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ersten Teil verbundenen zweiten Teil aufweist.

15. Kontaktanordnung nach Anspruch 9 oder An-
spruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass das der
Tragkorper (60) aus Kunststoff ausgebildet ist und
zwischen Stift (50) und Tragkdrper (60) eine abdich-
tende Verbindung besteht.
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